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(57)【要約】
【課題】撥水性の表面を有し、耐久性に優れる構造体が
提供を提供する。
【解決手段】少なくとも１つの面に表面凹凸構造を有す
る樹脂基材を含み、前記表面凹凸構造を有する面の表面
粗さ分布のピークトップの深さ（Ｄｐｅａｋ）が、１０
０～２０００ｎｍであり、前記ピークトップの深さ（Ｄ

ｐｅａｋ）と、前記表面凹凸構造を有する面の表面粗さ
分布の累積体積比率が１０％となる深さ（Ｄ１０）と、
の差（Ｄｐｅａｋ－Ｄ１０）が、３０～１０００ｎｍで
あり、前記ピークトップの深さ（Ｄｐｅａｋ）と、前記
表面凹凸構造を有する面の表面粗さ分布の累積体積比率
が９０％となる深さ（Ｄ９０）と、の差（Ｄ９０－Ｄｐ

ｅａｋ）が、３０～１０００ｎｍである、構造体。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの面に表面凹凸構造を有する樹脂基材を含み、
　前記表面凹凸構造を有する面の表面粗さ分布のピークトップの深さ（Ｄｐｅａｋ）が、
１００～２０００ｎｍであり、
　前記ピークトップの深さ（Ｄｐｅａｋ）と、前記表面凹凸構造を有する面の表面粗さ分
布の累積体積比率が１０％となる深さ（Ｄ１０）と、の差（Ｄｐｅａｋ－Ｄ１０）が、３
０～１０００ｎｍであり、
　前記ピークトップの深さ（Ｄｐｅａｋ）と、前記表面凹凸構造を有する面の表面粗さ分
布の累積体積比率が９０％となる深さ（Ｄ９０）と、の差（Ｄ９０－Ｄｐｅａｋ）が、３
０～１０００ｎｍである、構造体。
【請求項２】
　前記表面凹凸構造を有する面の水に対する接触角が、９０度以上である、請求項１に記
載の構造体。
【請求項３】
　前記表面凹凸構造を有する面が、フッ素化化合物で表面処理されてなる、請求項１また
は２に記載の構造体。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の構造体を含む、医療デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、構造体およびこれを含む医療デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、水、水蒸気等に接する環境下で使用される部材、例えば、医療デバイスや、精密
機器、パッケージ部材等の表面に、汚染や埃、水滴の付着を防止するため撥水性を付与す
る技術が用いられている。
【０００３】
　表面に撥水性を付与する代表的な方法としては、表面に凹凸を付与する方法が挙げられ
る。表面が凹凸を有することにより撥水性が得られる理由は、凹凸により大きい接触角を
与えることができるためである。当該凹凸と接触角との関係については、Wenzelの理論お
よびCassieの理論によって説明できることが知られている。
【０００４】
　Wenzelの理論は、表面粗さとぬれ性との関係に関するものである。具体的には、凹凸を
有する表面は、平滑な表面と対比して、実質的な表面積が大きいことから、ぬれに伴う表
面エネルギーの変化が強調されるというものである。したがって、Wenzelの理論によれば
、凹凸を有する表面は大きい接触角を与える。
【０００５】
　Cassieの理論は、凹凸を有する表面とぬれ性との関係に関するものである。具体的には
、凹凸を有する表面に液滴が接触する場合、凸部の領域と凹部の領域とではぬれ性が異な
る。この際、凹部の領域には気体（空気）が存在し、気体の真の接触角は１８０度である
（ぬれ性が低い）から、実質的には液滴は凸部の領域でのみ接触している。すなわち、み
かけ上の表面－液滴の接触面積に対し、実際の表面－液滴の接触面積が小さいこととなる
ため、結果として、凹凸を有する表面は大きい接触角を与えるというものである。
【０００６】
　したがって、Wenzelの理論およびCassieの理論によれば、凹凸の表面積が大きい構成お
よび／または凹部の面積比率が大きい構成とすることにより、大きい接触角、すなわち、
高い撥水性を得ることができる。
【０００７】



(3) JP 2014-201641 A 2014.10.27

10

20

30

40

50

　このような理論に基づき、これまで表面に凹凸を有する構造体が数多く報告されている
。例えば、特許文献１には、基材ポリマーに撥水性樹脂の微粒子を混合・分散させてなる
複合材料を所定形状に成形する成形工程と、前記成形工程で得られた成形体表面の前記基
材ポリマーを、該ポリマーのみを選択的に溶解する溶剤により溶解し、前記成形体表面の
前記撥水性樹脂の微粒子を突起状に露出させる工程を備えることを特徴とする超撥水構造
の形成方法に係る発明が記載されている。特許文献１には、上記方法によって製造された
超撥水構造は、表面に微細な凹凸構造が形成されていることから、超撥水性を発現できる
ことが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００７－７７２０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１に記載の構造体において、その表面に形成されうる凹凸は撥
水性樹脂の微粒子を突起状に露出させたものであるため、摩擦や長期間の使用によっては
、露出した微粒子が摩耗または脱落する場合があり、必ずしも十分な耐久性を有するとは
いえないことが判明した。
【００１０】
　そこで、本発明は、耐久性に優れる構造体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは鋭意研究を行った結果、樹脂基材自体にランダムな凹凸構造を形成するこ
とで、上記課題が解決されうることを見出し、本発明を完成させるに至った。
【００１２】
　すなわち、上記目的は、少なくとも１つの面に表面凹凸構造を有する樹脂基材を含み、
前記表面凹凸構造を有する面の表面粗さ分布のピークトップの深さ（Ｄｐｅａｋ）が、１
００～２０００ｎｍであり、前記ピークトップの深さ（Ｄｐｅａｋ）と、前記表面凹凸構
造を有する面の表面粗さ分布の累積体積比率が１０％となる深さ（Ｄ１０）と、の差（Ｄ

ｐｅａｋ－Ｄ１０）が、３０～１０００ｎｍであり、前記ピークトップの深さ（Ｄｐｅａ

ｋ）と、前記表面凹凸構造を有する面の表面粗さ分布の累積体積比率が９０％となる深さ
（Ｄ９０）と、の差（Ｄ９０－Ｄｐｅａｋ）が、３０～１０００ｎｍである、構造体によ
り達成される。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明により、撥水性の表面を有し、耐久性に優れる構造体が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態に係る構造体を模式的に表した概略図である。
【図２】図１に係る構造体の表面粗さ分布を模式的に示す図である。
【図３Ａ】実施例１および実施例２の表面粗さ分布図および累積分布図である。
【図３Ｂ】実施例４および実施例６の表面粗さ分布図および累積分布図である。
【図３Ｃ】比較例１の表面粗さ分布図および累積分布図である。
【図４Ａ】実施例１、実施例２、および実施例４に係る構造体の原子間力顕微鏡（ＡＦＭ
）により取得した画像データである。
【図４Ｂ】実施例６および比較例１に係る構造体の原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）により取得
した画像データである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
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　以下、本発明を実施するための形態について詳細に説明する。
【００１６】
　＜構造体＞
　本発明の一形態によれば、少なくとも１つの面に表面凹凸構造を有する樹脂基材を含む
構造体が提供される。この際、表面凹凸構造を有する面の表面粗さ分布のピークトップの
深さ（Ｄｐｅａｋ）が、１００～２０００ｎｍであり、前記ピークトップの深さ（Ｄｐｅ

ａｋ）と、前記表面凹凸構造を有する面の表面粗さ分布の累積体積比率が１０％となる深
さ（Ｄ１０）と、の差（Ｄｐｅａｋ－Ｄ１０）が、３０～１０００ｎｍであり、かつ、前
記ピークトップの深さ（Ｄｐｅａｋ）と、前記表面凹凸構造を有する面の表面粗さ分布の
累積体積比率が９０％となる深さ（Ｄ９０）と、の差（Ｄ９０－Ｄｐｅａｋ）が、３０～
１０００ｎｍであることを特徴とする。
【００１７】
　以下、図面を参照しながら、本発明の一実施形態を説明するが、本発明の技術的範囲は
特許請求の範囲の記載に基づいて定められるべきであり、以下の形態のみに制限されない
。なお、図面の寸法比率は、説明の都合上誇張されており、実際の比率とは異なる場合が
ある。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態に係る構造体を模式的に表した概略図である。図１による
と、本実施形態に係る構造体１０は、樹脂基材１１から構成される。この際、樹脂基材１
１の表面（上面）には表面凹凸構造が形成される。当該表面凹凸構造は、凹凸がランダム
に形成されており、それぞれの凹部の深さが異なるものがある。ここで、最上部の凸部の
水平面に対する凹部の距離を深さとすると、例えば、左端の凹部の深さは、最上部の凸部
の水平面に対する凹部の距離ｄ１となり、右端の凹部の深さは、最上部の凸部の水平面に
対する凹部の距離ｄ２となる。
【００１９】
　ここで、構造体１０の表面粗さ分布を測定すると図２に示される分布図が得られる。す
なわち、図２は、図１に係る構造体の表面粗さ分布を模式的に示す図である。図２におい
て、Ｄｐｅａｋは表面粗さ分布のピークトップの深さであり、その値は４６０ｎｍである
。また、Ｄ１０は表面粗さ分布の累積体積比率が１０％となる深さであり、その値は３４
２ｎｍである。さらに、Ｄ９０は表面粗さ分布の累積体積比率が９０％となる深さであり
、その値は６６４ｎｍである。したがって、ＤｐｅａｋとＤ１０との差（Ｄｐｅａｋ－Ｄ

１０）が１１８ｎｍであり、また、Ｄ９０とＤｐｅａｋとの差（Ｄ９０－Ｄｐｅａｋ）が
２０４ｎｍである。
【００２０】
　図１の構造体は、凹凸構造が樹脂基材表面に施されていることから、特許文献１に記載
の構造体と異なり、表面に露出した粒子の摩耗や脱落等の問題がなく、または少なく、高
い耐久性を有しうる。また、Ｄｐｅａｋが比較的大きく、かつ（Ｄｐｅａｋ－Ｄ１０）お
よび（Ｄ９０－Ｄｐｅａｋ）が比較的大きいことから、凹凸構造は広いサイズ分布を有し
、凹凸の表面積が大きく、好適な撥水性を示しうる。
【００２１】
　以下、本発明に係る構造体の構成について、詳細に説明する。
【００２２】
　［樹脂基材］
　樹脂基材は、少なくとも１つの面に表面凹凸構造を有する。
【００２３】
　用いられうる樹脂基材としては、特に制限されないが、アクリル樹脂、メタクリル樹脂
、スチレン系樹脂、ポリカーボネート樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリイミ
ド樹脂、ポリエーテル樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、ジアリル
フタレート樹脂（アリル樹脂）、フッ素樹脂、アミノ樹脂（ユリア樹脂、メラミン樹脂、
ベンゾグアナミン樹脂）、ポリアセタール樹脂、酢酸ビニル樹脂、フェノール樹脂、ポリ
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エチレン樹脂やポリプロピレン樹脂などのポリオレフィン樹脂、変性ポリオレフィン樹脂
、環状ポリオレフィン樹脂、シリコーン樹脂（ケイ素樹脂）などが挙げられる。これらの
うち、アクリル樹脂、メタクリル樹脂、スチレン系樹脂であることが好ましく、ポリメチ
ルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリスチレン（ＰＳ）であることがより好ましい。これ
らは１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよく、使用用途である基材とし
て適した材料を適宜選択すればよい。
【００２４】
　（表面凹凸構造）
　上記樹脂基材は、少なくとも１つの面に表面凹凸構造を有する。
【００２５】
　本形態において、表面凹凸構造はランダムに形成されている。この際、「表面凹凸構造
がランダム」とは、凹部の深さがランダムに形成されていることを意味する。ここで、「
凹部の深さ」とは、樹脂基材の表面凹凸構造を有する面のうち、最上部の凸部の水平面に
対する凹部までの距離を意味する。
【００２６】
　上記表面凹凸構造がランダムであることは、樹脂基材の表面凹凸構造を有する面の表面
粗さ分布を測定して得られる分布図によって示される。具体的には、表面粗さ分布のピー
クトップの深さを「Ｄｐｅａｋ」、表面粗さ分布の累積体積比率が１０％となる深さを「
Ｄ１０」、表面粗さ分布の累積体積比率が９０％となる深さを「Ｄ９０」とした場合、Ｄ

ｐｅａｋとＤ１０との差（Ｄｐｅａｋ－Ｄ１０）が３０～１０００ｎｍ、好ましくは４０
～８００ｎｍ、より好ましくは５０～５００ｎｍであり、かつ、Ｄ９０とＤｐｅａｋとの
差（Ｄ９０－Ｄｐｅａｋ）が３０～１０００ｎｍ、好ましくは４０～８００ｎｍ、より好
ましくは５０～５００ｎｍである場合、表面凹凸構造がランダムに形成されているといえ
る。なお、ランダムな表面凹凸構造を有する場合には、表面粗さ分布図は裾野が広い図と
なりうる。また、表面粗さ分布は、釣鐘型であっても、その他の形状であってもよい。さ
らに、表面粗さ分布図は正規分布であっても、非正規分布であってもよい。なお、「表面
粗さ分布」は、原子間力顕微鏡を用いた凹凸プロファイルにより得ることができる。また
、「ピークトップ」や「累積体積比率」については、確率密度関数、累積分布関数を適用
することにより求めることができる。
【００２７】
　また、本形態において、表面凹凸構造は表面粗さ分布のＤｐｅａｋは、１００～２００
０ｎｍ、好ましくは１５０～１８００ｎｍ、より好ましくは２００～１５００ｎｍである
ことから、好適な撥水性を示す。すなわち、本形態に係る表面凹凸構造のＤｐｅａｋの深
さが上記範囲にあり、かつ、当該Ｄｐｅａｋを基準としてＤ１０およびＤ９０との関係が
上記となることにより、凹凸の表面積をより大きくすることができ、好適な撥水性を示す
。
【００２８】
　（表面処理）
　本形態に係る構造体は、樹脂基材の表面凹凸構造を有する面に表面処理を施してもよい
。当該表面処理としては、特に制限されないが、炭素数１～３０のアルキル鎖を有するア
ルキル金属化合物やフッ素化化合物による表面処理などが挙げられる。より撥水性を向上
させる観点から、フッ素化化合物による表面処理であることが好ましい。当該表面処理に
より樹脂基材上に表面処理層が形成される。なお、表面処理は樹脂基材の表面凹凸構造を
有さない面に施すことも可能である。
【００２９】
　フッ素化化合物としては、フッ素原子を含むものであれば特に制限されないが、フルオ
ロアルキル金属化合物、フルオロポリマーを用いることが好ましい。
【００３０】
　前記フルオロアルキル金属化合物としては、特に制限されない。例えば、下記式で表さ
れる化合物を好ましく使用することができる。
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【００３１】
【化１】

【００３２】
　上記式中、Ｘは、ケイ素（Ｓｉ）、チタン（Ｔｉ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、アルミニ
ウム（Ａｌ）または亜鉛（Ｚｎ）である。これらのうち、Ｘは、ケイ素、チタンであるこ
とが好ましく、ケイ素であることがより好ましい。
【００３３】
　Ｒ１は、下記式で表される基である。
【００３４】
【化２】

【００３５】
　上記式中、ｐは６以上の整数、好ましくは８～１８の整数であり、より好ましくは８～
１２であり、ｑは３～２ｐ＋１の整数であり、好ましくは９～２ｐ＋１の整数であり、よ
り好ましくは１３～２ｐ＋１の整数である。そして、ｒは、ｐおよびｑによって規定され
、２ｐ＋１－ｑの整数（ｑとｒの合計（ｑ＋ｒ）は２ｐ＋１）である。
【００３６】
　Ｒ２は、それぞれ独立して、炭素原子数１～３０のアルコキシ基またはハロゲン原子で
ある。前記炭素原子数１～３０のアルコキシ基としては、特に制限されないが、メトキシ
基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、イソブトキシ基、ｓｅ
ｃ－ブトキシ基、ｔｅｒｔ－ブトキシ基、ペンチルオキシ基、イソペンチルオキシ基、ヘ
キシルオキシ基、２－エチルヘキシルオキシ基、オクチルオキシ基、ノニルオキシ基、デ
シルオキシ基、ウンデシルオキシ基、ドデシルオキシ基、トリデシルオキシ基、テトラデ
シルオキシ基、ペンタデシルオキシ基、ヘキサデシルオキシ基、ヘプタデシルオキシ基、
オクタデシルオキシ基、ｎ－ヘンエイコシルオキシ基、ｎ－ドコシルオキシ基、ｎ－トリ
コシルオキシ基、ｎ－テトラコシルオキシ基などが挙げられる。これらのうち、炭素鎖長
１～１８のアルコキシ基が好ましく、炭素鎖長１～８のアルコキシ基がより好ましく、メ
トキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基が特に好ましい。また、ハロゲン原子としては
、特に制限されないが、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、好ましくは塩素
原子が挙げられる。
【００３７】
　また、ｍは、１～４の整数であり、ｍとｎの合計（ｍ＋ｎ）は、Ｘによって規定される
整数である。このため、ｎは、ｍおよびＸの種類によって一義的に規定される。ここで、
ｍは、１～４の整数であり、１または２であることが好ましい。
【００３８】
　より具体的なフルオロアルキル金属化合物としては、ＣＦ３（ＣＦ２）５Ｓｉ（ＯＣＨ

３）３、ＣＦ３（ＣＦ２）６Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＦ３（ＣＦ２）７Ｓｉ（ＯＣＨ３）

３、ＣＦ３（ＣＦ２）８Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＦ３（ＣＦ２）９Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、
ＣＦ３（ＣＦ２）１０Ｓｉ（ＯＣＨ３）３；［ＣＦ３（ＣＦ２）５］２Ｓｉ（ＯＣＨ３）

２、［ＣＦ３（ＣＦ２）６］２Ｓｉ（ＯＣＨ３）２、［ＣＦ３（ＣＦ２）７］２Ｓｉ（Ｏ
ＣＨ３）２、［ＣＦ３（ＣＦ２）８］２Ｓｉ（ＯＣＨ３）２、［ＣＦ３（ＣＦ２）９］２

Ｓｉ（ＯＣＨ３）２、［ＣＦ３（ＣＦ２）１０］２Ｓｉ（ＯＣＨ３）２；ＣＦ３（ＣＦ２

）５Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）３、ＣＦ３（ＣＦ２）６Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）３、ＣＦ３

（ＣＦ２）７Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）３、ＣＦ３（ＣＦ２）８Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）３

、ＣＦ３（ＣＦ２）９Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）３、ＣＦ３（ＣＦ２）１０Ｓｉ（ＯＣＨ２

ＣＨ３）３；［ＣＦ３（ＣＦ２）５］２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）２、［ＣＦ３（ＣＦ２）

６］２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）２、［ＣＦ３（ＣＦ２）７］２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）２

、［ＣＦ３（ＣＦ２）８］２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）２、［ＣＦ３（ＣＦ２）９］２Ｓｉ
（ＯＣＨ２ＣＨ３）２、［ＣＦ３（ＣＦ２）１０］２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）２；ＣＦ３
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（ＣＦ２）５Ｓｉ（ＯＣＨ３）２（ＯＣＨ２ＣＨ３）、ＣＦ３（ＣＦ２）６Ｓｉ（ＯＣＨ

３）２（ＯＣＨ２ＣＨ３）、ＣＦ３（ＣＦ２）７Ｓｉ（ＯＣＨ３）２（ＯＣＨ２ＣＨ３）
、ＣＦ３（ＣＦ２）８Ｓｉ（ＯＣＨ３）２（ＯＣＨ２ＣＨ３）、ＣＦ３（ＣＦ２）９Ｓｉ
（ＯＣＨ３）２（ＯＣＨ２ＣＨ３）、ＣＦ３（ＣＦ２）１０Ｓｉ（ＯＣＨ３）２（ＯＣＨ

２ＣＨ３）；ＣＦ３（ＣＦ２）５Ｓｉ（ＯＣＨ３）（ＯＣＨ２ＣＨ３）２、ＣＦ３（ＣＦ

２）６Ｓｉ（ＯＣＨ３）（ＯＣＨ２ＣＨ３）２、ＣＦ３（ＣＦ２）７Ｓｉ（ＯＣＨ３）（
ＯＣＨ２ＣＨ３）２、ＣＦ３（ＣＦ２）８Ｓｉ（ＯＣＨ３）（ＯＣＨ２ＣＨ３）２、ＣＦ

３（ＣＦ２）９Ｓｉ（ＯＣＨ３）（ＯＣＨ２ＣＨ３）２、ＣＦ３（ＣＦ２）１０Ｓｉ（Ｏ
ＣＨ３）（ＯＣＨ２ＣＨ３）２；ＣＦ３（ＣＦ２）４（ＣＨ２）Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、Ｃ
Ｆ３（ＣＦ２）５（ＣＨ２）Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＦ３（ＣＦ２）６（ＣＨ２）Ｓｉ（
ＯＣＨ３）３、ＣＦ３（ＣＦ２）７（ＣＨ２）Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＦ３（ＣＦ２）８

（ＣＨ２）Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＦ３（ＣＦ２）９（ＣＨ２）Ｓｉ（ＯＣＨ３）３；［
ＣＦ３（ＣＦ２）４（ＣＨ２）］２Ｓｉ（ＯＣＨ３）２、［ＣＦ３（ＣＦ２）５（ＣＨ２

）］２Ｓｉ（ＯＣＨ３）２、［ＣＦ３（ＣＦ２）６（ＣＨ２）］２Ｓｉ（ＯＣＨ３）２、
［ＣＦ３（ＣＦ２）７（ＣＨ２）］２Ｓｉ（ＯＣＨ３）２、［ＣＦ３（ＣＦ２）８（ＣＨ

２）］２Ｓｉ（ＯＣＨ３）２、［ＣＦ３（ＣＦ２）９（ＣＨ２）］２Ｓｉ（ＯＣＨ３）２

；ＣＦ３（ＣＦ２）４（ＣＨ２）Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）３、ＣＦ３（ＣＦ２）５（ＣＨ

２）Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）３、ＣＦ３（ＣＦ２）６（ＣＨ２）Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）

３、ＣＦ３（ＣＦ２）７（ＣＨ２）Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）３、ＣＦ３（ＣＦ２）８（Ｃ
Ｈ２）Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）３、ＣＦ３（ＣＦ２）９（ＣＨ２）Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３

）３；[ＣＦ３（ＣＦ２）４（ＣＨ２）］２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）２、［ＣＦ３（ＣＦ

２）５（ＣＨ２）］２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）２、［ＣＦ３（ＣＦ２）６（ＣＨ２）］２

Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）２、［ＣＦ３（ＣＦ２）７（ＣＨ２）］２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３

）２、［ＣＦ３（ＣＦ２）８（ＣＨ２）］２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）２、［ＣＦ３（ＣＦ

２）９（ＣＨ２）］２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）２；ＣＦ３（ＣＦ２）４（ＣＨ２）Ｓｉ（
ＯＣＨ３）２（ＯＣＨ２ＣＨ３）、ＣＦ３（ＣＦ２）５（ＣＨ２）Ｓｉ（ＯＣＨ３）２（
ＯＣＨ２ＣＨ３）、ＣＦ３（ＣＦ２）６（ＣＨ２）Ｓｉ（ＯＣＨ３）２（ＯＣＨ２ＣＨ３

）、ＣＦ３（ＣＦ２）７（ＣＨ２）Ｓｉ（ＯＣＨ３）２（ＯＣＨ２ＣＨ３）、ＣＦ３（Ｃ
Ｆ２）８（ＣＨ２）Ｓｉ（ＯＣＨ３）２（ＯＣＨ２ＣＨ３）、ＣＦ３（ＣＦ２）９（ＣＨ

２）Ｓｉ（ＯＣＨ３）２（ＯＣＨ２ＣＨ３）；ＣＦ３（ＣＦ２）４（ＣＨ２）Ｓｉ（ＯＣ
Ｈ３）（ＯＣＨ２ＣＨ３）２、ＣＦ３（ＣＦ２）５（ＣＨ２）Ｓｉ（ＯＣＨ３）（ＯＣＨ

２ＣＨ３）２、ＣＦ３（ＣＦ２）６（ＣＨ２）Ｓｉ（ＯＣＨ３）（ＯＣＨ２ＣＨ３）２、
ＣＦ３（ＣＦ２）７（ＣＨ２）Ｓｉ（ＯＣＨ３）（ＯＣＨ２ＣＨ３）２、ＣＦ３（ＣＦ２

）８（ＣＨ２）Ｓｉ（ＯＣＨ３）（ＯＣＨ２ＣＨ３）２、ＣＦ３（ＣＦ２）９（ＣＨ２）
Ｓｉ（ＯＣＨ３）（ＯＣＨ２ＣＨ３）２；ＣＦ３（ＣＦ２）３（ＣＨ２）２Ｓｉ（ＯＣＨ

３）３、ＣＦ３（ＣＦ２）４（ＣＨ２）２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＦ３（ＣＦ２）５（Ｃ
Ｈ２）２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＦ３（ＣＦ２）６（ＣＨ２）２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、Ｃ
Ｆ３（ＣＦ２）７（ＣＨ２）２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＦ３（ＣＦ２）８（ＣＨ２）２Ｓ
ｉ（ＯＣＨ３）３；［ＣＦ３（ＣＦ２）３（ＣＨ２）２］２Ｓｉ（ＯＣＨ３）２、［ＣＦ

３（ＣＦ２）４

（ＣＨ２）２］２Ｓｉ（ＯＣＨ３）２、［ＣＦ３（ＣＦ２）５（ＣＨ２）２］２Ｓｉ（Ｏ
ＣＨ３）２、［ＣＦ３（ＣＦ２）６（ＣＨ２）２］２Ｓｉ（ＯＣＨ３）２、［ＣＦ３（Ｃ
Ｆ２）７（ＣＨ２）２］２Ｓｉ（ＯＣＨ３）２、［ＣＦ３（ＣＦ２）８（ＣＨ２）２］２

Ｓｉ（ＯＣＨ３）２；ＣＦ３（ＣＦ２）３（ＣＨ２）２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）３、ＣＦ

３（ＣＦ２）４（ＣＨ２）２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）３、ＣＦ３（ＣＦ２）５（ＣＨ２）

２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）３、ＣＦ３（ＣＦ２）６（ＣＨ２）２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）

３、ＣＦ３（ＣＦ２）７（ＣＨ２）２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）３、ＣＦ３（ＣＦ２）８（
ＣＨ２）２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）３；［ＣＦ３（ＣＦ２）３（ＣＨ２）２］２Ｓｉ（Ｏ
ＣＨ２ＣＨ３）２、［ＣＦ３（ＣＦ２）４（ＣＨ２）２］２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）２、
［ＣＦ３（ＣＦ２）５（ＣＨ２）２］２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）２、［ＣＦ３（ＣＦ２）
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６（ＣＨ２）２］２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）２、［ＣＦ３（ＣＦ２）７（ＣＨ２）２］２

Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）２、［ＣＦ３（ＣＦ２）８（ＣＨ２）２］２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ

３）２；ＣＦ３（ＣＦ２）７（ＣＨ２）２ＳｉＣｌ３、ＣＦ３（ＣＦ２）７（ＣＨ２）２

ＳｉＦ３などが挙げられる。
【００３９】
　上述のフルオロアルキル金属化合物は、単独で用いても、２種以上を組み合わせて用い
てもよい。
【００４０】
　また、前記フルオロポリマーについても特に制限されず、従来公知のフルオロポリマー
の中から選択できる。フルオロポリマーの構造は、鎖状の重合体であってもグラフト重合
体であってもよい。これらのフルオロポリマーの例としては、例えば、特開昭５７－３４
１０７号公報、特開昭６２－７７６７号公報、特開昭６２－１７４２１３号公報、特開平
２－２６５９７９号公報、特開平２－２９８６４５号公報、特開平４－２７９６１２号公
報、特表２００３－５１７０６７号公報、特表２００４－５３２９４３号公報、特表２０
０５－５２２５３９号公報、特表２００５－５２２５４１号公報、特表２００５－５２７
７１６号公報、特表２００７－５０５１６９号公報、特表２００７－５２０５８３号公報
、特表２０１１－５１１８４８号公報等に記載のフルオロポリマーが挙げられる。
【００４１】
　本発明に係るフルオロポリマーは、合成品であっても、市販品であってもよい。市販品
としては、Ｕｎｉｄｙｎｅ（登録商標）ＴＧ－５８０、ＴＧ－５８１、ＴＧ－９９２、Ｔ
Ｇ－９９３（いずれも、ダイキン工業（株）製）、ゼッフル（ダイキン工業（株）製）、
エフトーンシリーズ（ＧＭ－１０５など、ダイキン工業（株）製）、Ｒｅｐｅａｒｌ（登
録商標）ＳＲ１１００（三菱化学（株）製）、Ｒａｉｎｏｆｆ　Ｆ－８(Eastern Color a
nd Chemical)およびＺｏｎｙｌ（登録商標）、テフロン（登録商標）ＡＦ１６００、ＡＦ
２４００、ＴＥ－９４９４－Ｊ、５１００－Ｊ、１００－Ｊ、１３０－Ｊ、１４０－Ｊ、
３４０－Ｊ、３４５－Ｊ、３５０－Ｊ、４２０ＨＰ－Ｊ、４４０ＨＰ－Ｊ、４５０ＨＰ－
Ｊ、４５１ＨＰ－Ｊ、９７３８－ＪＮ、８０７－Ｎ（いずれも、三井・デュポン　フロロ
ケミカル（株）製）、ルミフロン（旭硝子（株）製）、フルオネート（大日本インキ（株
）製）、セフラルコート（セントラル硝子（株）製）、アサヒガード（ＡＧ－５８５０な
ど、旭硝子（株）製）、ノックスガード（ＳＴ－３２０など、ＮＯＫ（株）製）などが挙
げられる。
【００４２】
　樹脂基材を表面処理することにより、高い撥水性が得られうる。この際、得られる構造
体の撥水性は、樹脂基材が有する表面凹凸構造の影響を受けうる。例えば、樹脂基材自体
が高い撥水性を有する場合には、これに表面処理層が形成された構造体もまた高い撥水性
を有しうる。この理由として、樹脂基材に表面処理層が形成される場合、表面処理層の形
状等は樹脂基材の表面凹凸構造に影響を受けるためであると考えられる。なお、構造体の
耐久性についても同様に、樹脂基材自体が有する耐久性に比例する傾向がある。
【００４３】
　なお、上記表面処理層を形成する前に、樹脂基材に活性エネルギー線（電子線、紫外線
、Ｘ線等）、アーク放電、コロナ放電、グロー放電、プラズマ放電、オゾンガス等を作用
させ、樹脂基材表面に官能基を導入することも好ましい。これら前処理をすることで、表
面処理層と樹脂基材の結合がより強固となり、構造体の耐久性が向上する。
【００４４】
　［構造体の性能］
　本形態に係る構造体は、撥水性の表面を有しうる。ここで、本明細書において「撥水性
」とは、水に対する接触角が９０度以上、好ましくは１０５度以上、より好ましくは１２
０度以上であることを意味する。なお、「接触角」の値は、接触角計を用いて測定された
値を採用するものとする。
【００４５】
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　＜構造体の製造方法＞
　上述の構造体は、特に制限されないが、樹脂基材を溶媒に浸漬する浸漬法により製造す
ることが好ましい。
【００４６】
　すなわち、本発明の一形態によれば、構造体の製造方法が提供される。当該構造体の製
造方法は、良溶媒および貧溶媒を準備する工程（１）と、樹脂基材を良溶媒および貧溶媒
に浸漬させる工程（２）と、を含む。
【００４７】
　［工程（１）］
　工程（１）は、良溶媒および貧溶媒を準備する工程である。樹脂基材に対する良溶媒お
よび貧溶媒を併用することにより、樹脂基材の表面にランダムな凹凸構造を効率的に形成
することができる。
【００４８】
　（良溶媒）
　本明細書中において、良溶媒とは、樹脂基材を２５℃で２４時間浸漬した場合に溶解す
る樹脂が１ｇ／１００ｍＬ以上となる溶媒を意味する。
【００４９】
　良溶媒としては、用いる樹脂基材によっても異なる。例えば、ポリメチルメタクリレー
トを樹脂基材として用いる場合、良溶媒としては、塩化メチレン、クロロホルム、トルエ
ン、酢酸エチル、テトラヒドロフラン、ベンゼン、メチルエチルケトン、フェノール、お
よびこれらの混合溶媒を用いることが好ましく、塩化メチレン、クロロホルムを用いるこ
とがより好ましく、塩化メチレンを用いることがさらに好ましい。また、ポリスチレンを
樹脂基材として用いる場合、良溶媒としては、クロロホルム、塩化メチレン、アセトン、
トルエン、テトラヒドロフラン、ベンゼン、メチルエチルケトン、フェノールおよびこれ
らの混合溶媒を用いることが好ましく、塩化メチレン、クロロホルムを用いることがより
好ましく、塩化メチレンを用いることがさらに好ましい。
【００５０】
　（貧溶媒）
　本明細書中において、貧溶媒とは、樹脂基材を２５℃で２４時間浸漬した場合に溶解す
る樹脂が１ｇ／１００ｍＬ未満となる溶媒を意味する。
【００５１】
　貧溶媒としては、用いる樹脂基材によっても異なる。例えば、ポリメチルメタクリレー
トを樹脂基材として用いる場合、貧溶媒としては、メタノール、エタノール、ヘキサン、
、シクロヘキサン、水、およびこれらの混合溶媒を用いることが好ましく、エタノール、
ヘキサンを用いることがより好ましく、エタノールを用いることがさらに好ましい。また
、ポリスチレンを樹脂基材として用いる場合、貧溶媒としては、メタノール、エタノール
、ヘキサン、シクロヘキサン、水およびこれらの混合溶媒を用いることが好ましく、エタ
ノール、ヘキサンを用いることがより好ましく、エタノールを用いることがさらに好まし
い。
【００５２】
　［工程（２）］
　工程（２）は、樹脂基材を良溶媒および貧溶媒に浸漬させる工程である。
【００５３】
　この際、樹脂基材は、良溶媒および貧溶媒に順次浸漬させてもよいし、良溶媒および貧
溶媒を混合した混合溶媒に浸漬してもよい。
【００５４】
　樹脂基材を良溶媒および貧溶媒に順次浸漬させる場合には、良溶媒に浸漬させた後に貧
溶媒に浸漬させることが好ましい。良溶媒に浸漬することで樹脂基材表面が溶解し、その
後貧溶媒に浸漬することで、溶解していた樹脂が表面で再凝集し、ランダムな凹凸構造を
形成する。この際、良溶媒に浸漬した後、樹脂基材を洗浄せずに貧溶媒に浸漬することが
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好ましい。
【００５５】
　樹脂基材を良溶媒および貧溶媒を混合した混合溶媒に浸漬させる場合には、前記混合溶
媒における良溶媒および貧溶媒の混合比（良溶媒：貧溶媒）は、９：１～１：９（質量比
）であることが好ましく、３：７～７：３（質量比）であることがより好ましい。上記の
ような混合溶液に樹脂基材を浸漬すると、基材から溶出した樹脂が溶媒乾燥過程において
表面で再凝集し、ランダムな凹凸構造を形成する。この際、乾燥温度は特に制限されない
が、低温（５０℃以下）で行うことが好ましく、室温（１～３０℃）で行うことがより好
ましい。
【００５６】
　構造体は、上述の順次浸漬させる方法および混合溶媒に浸漬させる方法のうち、混合溶
媒に浸漬させる方法により製造することが好ましい。
【００５７】
　［工程（３）］
　本形態に係る製造方法は、樹脂基材を表面処理する表面処理工程をさらに含んでいても
よい。この際、表面処理の方法は適宜公知の方法が適用されうる。具体的には、樹脂基材
に塗布液を塗布し、得られた塗膜を乾燥させる塗布法；樹脂基材を表面処理液に浸漬、乾
燥する浸漬法等が挙げられる。これらのうち、浸漬法で表面処理を行うことが好ましい。
また、表面処理液としては、フッ素化化合物を含むことが好ましい。以下、浸漬法の表面
処理液にフッ素化化合物を含む場合を例に、より詳細な内容を記述する。
【００５８】
　浸漬法は、より詳細には、（３－１）フッ素化化合物を含む表面処理液を調製する工程
と、（３－２）樹脂基材を前記表面処理液に浸漬、乾燥して表面処理層を形成する工程と
、を含む。
【００５９】
　（工程（３－１））
　工程（３－１）は、フッ素化化合物を含む表面処理液を調製する工程である。
【００６０】
　表面処理液
　表面処理液は、フッ素化化合物および溶媒を含む。前記フッ素化化合物としては、上述
したフッ素化化合物、すなわち、フルオロアルキル金属化合物、フルオロポリマー等が用
いられうることから、ここでは説明を省略する。
【００６１】
　表面処理液中のフッ素化化合物の含有量は、塗布のしやすさ等を考慮すると、０．１～
５０質量％であることが好ましく、１～２０質量％であることがより好ましい。
【００６２】
　前記溶媒としては、フッ素化化合物を適宜溶解または分散でき、かつ、フッ素化化合物
に対して不活性である（分解などしない）ものであれば特に制限されないが、樹脂基材の
良溶媒ではないことが好ましい。具体的には、水、メタノール、エタノール、プロパノー
ル、イソプロピルアルコール、エチレングリコール等のアルコール類；アセトン、メチル
エチルケトン等のケトン類；酢酸エチル等のエステル類；クロロホルム等のハロゲン化物
；ヘキサン等のオレフィン類；テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）、ブチルエーテル等のエー
テル類；ベンゼン、トルエン等の芳香族類；Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）等
のアミド類などが挙げられる。これらの溶媒は単独で用いても、２種以上を混合して用い
てもよい。
【００６３】
　（工程（３－２））
　工程（３－２）は、工程（３－１）で調製した表面処理液を樹脂基材に浸漬、乾燥して
表面処理層を形成する工程である。
【００６４】
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　浸漬した樹脂基材の乾燥方法としては、特に制限されず、樹脂基材の耐熱性、使用した
フッ素化化合物、溶媒の種類等によって適宜選択されうる。
【００６５】
　乾燥温度は、特に制限されないが、溶媒の揮発温度以上３００℃以下であることが好ま
しく、４０～２００℃であることがより好ましい。
【００６６】
　乾燥時間は、特に制限されないが、０．５～２４時間であることが好ましく、１～１０
時間であることがより好ましい。
【００６７】
　なお、工程（３）を繰り返し行うことにより、積層形態の表面処理層を形成することも
できる。
【００６８】
　特許文献１に記載の構造体においては、撥水性を付与する手段が煩雑であった。しかし
ながら、上記方法によれば、簡便な操作により撥水性を付与することができる。
【００６９】
　＜構造体の用途＞
　上述の構造体は、汚れや水滴の付着を抑制しうる撥水性を発現し、種々の用途に適用す
ることができる。例えば、医療デバイス、精密機器、パッケージ部材等が挙げられる。
【００７０】
　具体的には、前記医療デバイスとしては、輸液ポンプ、電子体温計、血圧計、血糖計等
水あるいは液体成分と接触しうる医療デバイスが挙げられる。
【００７１】
　また、前記精密機器としては、パーソナルコンピュータ、携帯電話機、テレビ、ビデオ
カメラ、カーナビゲーション装置、電子辞書、電卓、ゲーム機器、タッチパネル等が挙げ
られる。
【実施例】
【００７２】
　以下、実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるもの
ではない。なお、下記実施例において、特記しない限り、操作は室温（２５℃）で行われ
た。
【００７３】
　＜構造体の製造＞
［実施例１］
　樹脂基材としてポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）（２ｃｍ×２ｃｍ×０．２ｍｍ
）を用いて、構造体を製造した。
【００７４】
　（工程（１））
　ＰＭＭＡに対する良溶媒として塩化メチレンを、また貧溶媒としてエタノールを準備し
た。
【００７５】
　（工程（２））
　はじめに、塩化メチレンおよびエタノールを混合して混合溶媒を得た。この際、塩化メ
チレンおよびエタノールの混合比は７：３（質量比）とした。
【００７６】
　ＰＭＭＡを、混合溶媒に５秒間浸漬した。浸漬後、ＰＭＭＡを室温で乾燥することで、
構造体を製造した。
【００７７】
　製造した構造体について、原子間力顕微鏡を用いて表面粗さ分布を測定し、Ｄｐｅａｋ

、ＤｐｅａｋとＤ１０との差（Ｄｐｅａｋ－Ｄ１０）、およびＤ９０とＤｐｅａｋとの差
（Ｄ９０－Ｄｐｅａｋ）を求めた。その結果、Ｄｐｅａｋは１１２ｎｍ、ＤｐｅａｋとＤ
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１０との差（Ｄｐｅａｋ－Ｄ１０）は４５ｎｍ、Ｄ９０とＤｐｅａｋとの差（Ｄ９０－Ｄ

ｐｅａｋ）は９０ｎｍであった。なお、製造した構造体の表面粗さ分布図を、累積分布図
とともに図３Ａに示す。
【００７８】
　［実施例２］
　工程（２）において、混合溶媒の塩化メチレンおよびエタノールの混合比を６：４（質
量比）に変更したことを除いては、実施例１と同様の方法で構造体を製造した。
【００７９】
　なお、製造した構造体について、実施例１と同様の方法で、Ｄｐｅａｋ、Ｄｐｅａｋと
Ｄ１０との差（Ｄｐｅａｋ－Ｄ１０）、およびＤ９０とＤｐｅａｋとの差（Ｄ９０－Ｄｐ

ｅａｋ）を求めた。その結果、Ｄｐｅａｋは２０７ｎｍ、ＤｐｅａｋとＤ１０との差（Ｄ

ｐｅａｋ－Ｄ１０）は８０ｎｍ、Ｄ９０とＤｐｅａｋとの差（Ｄ９０－Ｄｐｅａｋ）は７
４ｎｍであった。なお、製造した構造体の表面粗さ分布図を、累積分布図とともに図３Ａ
に示す。
【００８０】
　［実施例３］
　工程（２）において、混合溶媒の塩化メチレンおよびエタノールの混合比を５．５：４
．５（質量比）に変更したことを除いては、実施例１と同様の方法で構造体を製造した。
【００８１】
　なお、製造した構造体について、実施例１と同様の方法で、Ｄｐｅａｋ、Ｄｐｅａｋと
Ｄ１０との差（Ｄｐｅａｋ－Ｄ１０）、およびＤ９０とＤｐｅａｋとの差（Ｄ９０－Ｄｐ

ｅａｋ）を求めた。その結果、Ｄｐｅａｋは３２２ｎｍ、ＤｐｅａｋとＤ１０との差（Ｄ

ｐｅａｋ－Ｄ１０）は９２ｎｍ、Ｄ９０とＤｐｅａｋとの差（Ｄ９０－Ｄｐｅａｋ）は１
１７ｎｍであった。
【００８２】
　［実施例４］
　工程（２）において、混合溶媒の塩化メチレンおよびエタノールの混合比を５：５（質
量比）に変更したことを除いては、実施例１と同様の方法で構造体を製造した。
【００８３】
　なお、製造した構造体について、実施例１と同様の方法で、Ｄｐｅａｋ、Ｄｐｅａｋと
Ｄ１０との差（Ｄｐｅａｋ－Ｄ１０）、およびＤ９０とＤｐｅａｋとの差（Ｄ９０－Ｄｐ

ｅａｋ）を求めた。その結果、Ｄｐｅａｋは４６０ｎｍ、ＤｐｅａｋとＤ１０との差（Ｄ

ｐｅａｋ－Ｄ１０）は１１８ｎｍ、Ｄ９０とＤｐｅａｋとの差（Ｄ９０－Ｄｐｅａｋ）は
２０４ｎｍであった。なお、製造した構造体の表面粗さ分布図を、累積分布図とともに図
３Ｂに示す。
【００８４】
　［実施例５］
　工程（２）において、混合溶媒の塩化メチレンおよびエタノールの混合比を４．５：５
．５（質量比）に変更したことを除いては、実施例１と同様の方法で構造体を製造した。
【００８５】
　なお、製造した構造体について、実施例１と同様の方法で、Ｄｐｅａｋ、Ｄｐｅａｋと
Ｄ１０との差（Ｄｐｅａｋ－Ｄ１０）、およびＤ９０とＤｐｅａｋとの差（Ｄ９０－Ｄｐ

ｅａｋ）を求めた。その結果、Ｄｐｅａｋは３１０ｎｍ、ＤｐｅａｋとＤ１０との差（Ｄ

ｐｅａｋ－Ｄ１０）は７７ｎｍ、Ｄ９０とＤｐｅａｋとの差（Ｄ９０－Ｄｐｅａｋ）は９
２ｎｍであった。
【００８６】
　［実施例６］
　工程（２）において、混合溶媒の塩化メチレンおよびエタノールの混合比を４：６（質
量比）に変更したことを除いては、実施例１と同様の方法で構造体を製造した。
【００８７】
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　なお、製造した構造体について、実施例１と同様の方法で、Ｄｐｅａｋ、Ｄｐｅａｋと
Ｄ１０との差（Ｄｐｅａｋ－Ｄ１０）、およびＤ９０とＤｐｅａｋとの差（Ｄ９０－Ｄｐ

ｅａｋ）を求めた。その結果、Ｄｐｅａｋは２１１ｎｍ、ＤｐｅａｋとＤ１０との差（Ｄ

ｐｅａｋ－Ｄ１０）は５６ｎｍ、Ｄ９０とＤｐｅａｋとの差（Ｄ９０－Ｄｐｅａｋ）は５
２ｎｍであった。なお、製造した構造体の表面粗さ分布図を、累積分布図とともに図３Ｂ
に示す。
【００８８】
　［比較例１］
　工程（２）において、混合溶媒の塩化メチレンおよびエタノールの混合比を３：７（質
量比）に変更したことを除いては、実施例１と同様の方法で構造体を製造した。
【００８９】
　なお、製造した構造体について、実施例１と同様の方法で、Ｄｐｅａｋ、Ｄｐｅａｋと
Ｄ１０との差（Ｄｐｅａｋ－Ｄ１０）、およびＤ９０とＤｐｅａｋとの差（Ｄ９０－Ｄｐ

ｅａｋ）を求めた。その結果、Ｄｐｅａｋは１１５ｎｍ、ＤｐｅａｋとＤ１０との差（Ｄ

ｐｅａｋ－Ｄ１０）は５ｎｍ、Ｄ９０とＤｐｅａｋとの差（Ｄ９０－Ｄｐｅａｋ）は５ｎ
ｍであった。なお、製造した構造体の表面粗さ分布図を、累積分布図とともに図３Ｃに示
す。
【００９０】
　［実施例７］
　（工程（１））
　実施例１と同様のＰＭＭＡに対する良溶媒として塩化メチレンを、貧溶媒としてヘキサ
ンを準備した。
【００９１】
　（工程（２））
　はじめに、塩化メチレンおよびヘキサンを混合して混合溶媒を得た。この際、塩化メチ
レンおよびヘキサンの混合比は５：５（質量比）とした。
【００９２】
　ＰＭＭＡを、混合溶媒に５秒間浸漬した。浸漬後、ＰＭＭＡを室温で乾燥することで、
構造体を製造した。
【００９３】
　なお、製造した構造体について、実施例１と同様の方法で、Ｄｐｅａｋ、Ｄｐｅａｋと
Ｄ１０との差（Ｄｐｅａｋ－Ｄ１０）、およびＤ９０とＤｐｅａｋとの差（Ｄ９０－Ｄｐ

ｅａｋ）を求めた。その結果、Ｄｐｅａｋは１２４７ｎｍ、ＤｐｅａｋとＤ１０との差（
Ｄｐｅａｋ－Ｄ１０）は４６４ｎｍ、Ｄ９０とＤｐｅａｋとの差（Ｄ９０－Ｄｐｅａｋ）
は１２０ｎｍであった。
【００９４】
　［実施例８］
　工程（２）において、ＰＭＭＡを、塩化メチレンに５秒間浸漬した後、ヘキサンに３０
秒間浸漬したことを除いては、実施例１と同様の方法で構造体を製造した。
【００９５】
　なお、製造した構造体について、実施例１と同様の方法で、Ｄｐｅａｋ、Ｄｐｅａｋと
Ｄ１０との差（Ｄｐｅａｋ－Ｄ１０）、およびＤ９０とＤｐｅａｋとの差（Ｄ９０－Ｄｐ

ｅａｋ）を求めた。その結果、Ｄｐｅａｋは５１８ｎｍ、ＤｐｅａｋとＤ１０との差（Ｄ

ｐｅａｋ－Ｄ１０）は１１８ｎｍ、Ｄ９０とＤｐｅａｋとの差（Ｄ９０－Ｄｐｅａｋ）は
４９ｎｍであった。
【００９６】
　［比較例２］
　未処理のＰＭＭＡを構造体とした。
【００９７】
　なお、構造体について、実施例１と同様の方法で、Ｄｐｅａｋ、ＤｐｅａｋとＤ１０と
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の差（Ｄｐｅａｋ－Ｄ１０）、およびＤ９０とＤｐｅａｋとの差（Ｄ９０－Ｄｐｅａｋ）
を求めた。その結果、Ｄｐｅａｋは３１ｎｍ、ＤｐｅａｋとＤ１０との差（Ｄｐｅａｋ－
Ｄ１０）は５ｎｍ、Ｄ９０とＤｐｅａｋとの差（Ｄ９０－Ｄｐｅａｋ）は２ｎｍであった
。
【００９８】
　［実施例９］
　樹脂基材をポリスチレン（ＰＳ）に変更したことを除いては、実施例４と同様の方法で
構造体を製造した。
【００９９】
　製造した構造体について、実施例１と同様の方法で、Ｄｐｅａｋ、ＤｐｅａｋとＤ１０

との差（Ｄｐｅａｋ－Ｄ１０）、およびＤ９０とＤｐｅａｋとの差（Ｄ９０－Ｄｐｅａｋ

）を求めた。その結果、Ｄｐｅａｋは１４２８ｍ、ＤｐｅａｋとＤ１０との差（Ｄｐｅａ

ｋ－Ｄ１０）は４９１ｍ、Ｄ９０とＤｐｅａｋとの差（Ｄ９０－Ｄｐｅａｋ）は１５３ｎ
ｍであった。
【０１００】
　［比較例３］
　未処理のポリスチレンを構造体とした。
【０１０１】
　なお、構造体について、実施例１と同様の方法で、Ｄｐｅａｋ、ＤｐｅａｋとＤ１０と
の差（Ｄｐｅａｋ－Ｄ１０）、およびＤ９０とＤｐｅａｋとの差（Ｄ９０－Ｄｐｅａｋ）
を求めた。その結果、Ｄｐｅａｋは４２ｎｍ、ＤｐｅａｋとＤ１０との差（Ｄｐｅａｋ－
Ｄ１０）は７ｎｍ、Ｄ９０とＤｐｅａｋとの差（Ｄ９０－Ｄｐｅａｋ）は８ｎｍであった
。
【０１０２】
　［実施例１０］
　実施例１で製造した構造体を、フッ素化化合物で表面処理して構造体を製造した。
【０１０３】
　（工程（３－１））
　フルオロアルキル金属化合物であるトリクロロ（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ヘプタデカ
フルオロデシル）シラン［ＣＦ３（ＣＦ２）７（ＣＨ２）２ＳｉＣｌ３］１ｇをエタノー
ル３０ｍＬに添加し、撹拌することで、表面処理液を調製した。
【０１０４】
　（工程（３－２））
　実施例１で製造した構造体の表面（凹凸構造を有する表面）を、上記工程（３－１）で
調製した表面処理液に１分浸漬した。
【０１０５】
　次いで、浸漬して得られた樹脂基材を８０℃で３時間乾燥させることで、樹脂基材の表
面凹凸構造を有する面に表面処理層を形成した。
【０１０６】
　［実施例１１～１８］
　実施例２～９で製造した構造体を、それぞれ実施例１０と同様の方法でフッ素化化合物
による表面処理を行い、構造体を製造した。
【０１０７】
　［比較例４～６］
比較例１～３で製造した構造体を、それぞれ実施例１０と同様の方法でフッ素化化合物に
よる表面処理を行い、構造体を製造した。
【０１０８】
　＜接触角測定＞
　実施例および比較例で製造した構造体について、水に対する接触角を、接触角計ＤＳＡ
－３０（ＫＲＵＳＳ社製）を用いて測定した。実施例１～１８および比較例１～６で製造
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した構造体について、Ｄｐｅａｋ、ＤｐｅａｋとＤ１０との差（Ｄｐｅａｋ－Ｄ１０）、
Ｄ９０とＤｐｅａｋとの差（Ｄ９０－Ｄｐｅａｋ）、および接触角測定結果を下記表１に
示す。
【０１０９】
【表１】

【０１１０】
　表１の結果からも明らかなように、実施例１～８のＰＭＭＡ基材からなる構造体は比較
例１～２のＰＭＭＡ基材からなる構造体に比べ高い撥水性を示した。また、実施例９のＰ
Ｓ基材からなる構造体は、比較例３のＰＳ基材からなる構造体に比べ高い撥水性を示した
。
【０１１１】
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　また、実施例１～９の構造体にフッ素化化合物からなる表面処理層を形成したところ、
顕著な撥水性向上が認められた（実施例１０～１８）。一方、比較例１～３の構造体にフ
ッ素化化合物からなる表面処理層を形成しても、撥水性の向上はわずかであった。
【０１１２】
　なお、実施例１、実施例２、実施例４、実施例６、および比較例１の構造体について、
原子間力顕微鏡により画像データを取得した。その結果を図４Ａおよび４Ｂに示す。図４
Ａおよび４Ｂからも明らかなように、実施例１、実施例２、実施例４、および実施例６に
係る構造体は、表面凹凸構造がランダムに形成されており、また、凹凸の表面積が大きい
ことが分かる。
【０１１３】
　以上の結果より、本発明に係るランダムな微細凹凸構造を有する構造体は、高い撥水性
を発現する。また、当該構造体は、特許文献１のように摩耗または脱落しうる露出した微
粒子を有しないことから優れた耐久性を有する。その結果、種々の用途に好適に適応する
ことができる。

【図１】

【図２】
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